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Call for Design Enablement Teams

Al chips and systems for EU compute
infrastructure

Skills Hubs of Excellence

Pilot Federation

Stimulation of Chips Design

International collaboration - Joint call EU
and Japan on semiconductors

Quantum Chips Design: Driving Europe's
Quantum Design Ecosystem and
Enabling Quantum Design Tools
Innovation

Quantum Chips: Enabling Technologies

7.7.26-17.9.26

7.7.26-17.9.26

7.7.26-17.9.26

7.7.26-17.9.26

7.7.26-17.9.26

7.7.26-17.9.26

7.7.26-17.9.26

7.7.26-17.9.26

CSA, EU funding only, One stage call, 5M€ (0,5M/project), reimbursment rate: profit org. 100%, SME 100%,
University 100%

Grant for Procurement, Co-funded with NFA, One stage call, 100M€, eimbursment rate: profit org. 50%, SME 50%,
University 50%

Simple Grant, Co-funded with NFA, One stage call, 20M€ (10M/project), reimbursment rate: profit org. 50%, SME
50%, University 50%

Simple Grant, Co-funded with NFA, One stage call, 10M€, reimbursment rate: profit org. 50%, SME 50%, University
50%

CSA, EU funding only, One stage call, 15M€, reimbursment rate: profit org. 50%, SME 50%, University 50%)

Simple Grant, Co-funded with NFA, One stage call, 15M€ (5M/project), reimbursment rate: profit org. 50%, SME
50%, University 50%

RIA, Co-funded with NFA, One stage call, 30M€, reimbursment rate: profit org. 50%, SME 50%, University 50%

RIA, Co-funded with NFA, One stage call, 20M€ (5-7M/project), reimbursment rate: profit org. 50%, SME 50%,
University 50%
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IA Global call according to SRIA 2026 3.2.26 - IA, Co-funded with NFA, Two stage call, 40M€ (15M/project), reimbursment rate: profit org. 20%, SME 30%,
7.5.26/17.9.26 university 35%
IA Resilience call reinforcing Europe's 7.7.26-17.9.26 IA, Co-funded with NFA, One stage call, 20M€ (10M/project), reimbursment rate: profit org. 25%, SME 35%,
strength in power electronics university 35%
IA Resilience call reinforcing Europe's 7.7.26-17.9.26 IA, Co-funded with NFA, One stage call, 20M€ (10M/project), reimbursment rate: profit org. 25%, SME 35%,
strength in photonics university 35%
IA Resilience call reinforcing Europe's 7.7.26-17.9.26 IA, Co-funded with NFA, One stage call, 20M€, reimbursment rate: profit org. 25%, SME 35%, university 35%

strength in health

Global call according to SRIA 2026 (RIA) 3.2.26 - RIA, Co-funded with NFA, Two stage call, 50M€ (12M/project), reimbursment rate: profit org. 25%, SME 35%,
7.5.26/17.9.26 university 35%
RIA Resilience call reinforcing Europe's 7.7.26-17.9.26 RIA, Co-funded with NFA, One stage call, 20M€, reimbursment rate: profit org. 25%, SME 35%, university 35%
strength in 6G radio communication
systems
Callwith Digital Partnership and TTC 7.7.26-17.9.26 RIA, No co-financing by Chips JU Participating States following Article 141(2) SBA, One stage call, 5M€ (2-
countries 2,5M/project), reimbursment rate: profit org. 100%, SME 100%, university 100%
Supply chain resilience 7.7.26-17.9.26 CSA, No co-financing by Chips JU Participating States following Article 141(2) SBA, One stage call, 2M€,

reimbursment rate: profit org. 100%, SME 100%, university 100%

Coordination of the European software- 7.7.26-17.9.26 CSA, EU funding only, One stage call, 2M€, reimbursment rate: profit org. 100%, SME 100%, university 100%
defined vehicle platform



Call for Design Enablement Teams SKoc=CHIPS

Competence Centre

Vyzva: DIGITAL-JU-CHIPS-2026-DET-CSA Hlavn4 aloha DETs
Typ: CSA | 100 % financovanie z EU * poskytovat end-to-end podporu navrhu gipov
* prevadzkovat bezpeéné cloudové navrhové prostredia
Termin: 7. jul 2026 — 17. september 2026 » spristupnit EDA nastroje a PDK/ADK
e prepajat pouzivatelov s European Design Platform a pilotnymi linkami
Rozpocet: 5 mil. € celkom | cca 0,5 mil. €/
projekt
Cielvyzvy Oc¢akavany prinos
Vybudovat Design Enablement Teams (DETs) ako * nizSie bariéry pre navrh Cipov v Eurépe
distribuované uzly * rychlejsi prechod od névrhu k vyrobe
v ramci European Design Platform. * dostupna podpora pre Siroké spektrum technolégii
* silnejSie prepojenie dizajnu, prototypovania a vyroby
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Al Cipy a systémy pre vypoctovu infrastruktaru EU SK.=CHIPS

Competence Centre

Vyzva: DIGITAL-JU-CHIPS-2026-AIDP-GfP Co sa bude podporovat
Typ: Pre-commercial Procurement (PCP) * vyvojrieSeniv 3 fazachod TRL5 poTRL 8
« Al gipy, Al systémy a pilotné dodavky
Rozpocet: 100 mil. € * testovanie, spracovanie dat a validaciav EU
* prepojenie na Design Platform, pilotné linky a kompetenéné
Termin: 7. jul 2026 — 17. september 2026 centra
Financovanie: 50 % (Co-funded with NFA)

Oc&akavany prinos
Cielvyzvy

*  znizenie zavislosti EU od mimoeurépskych dodavatelov
Podporit vyvoj suverénnych eurépskych Al €ipov a e porovnavacie testovanie eurépskych Al rieSeni
rackovych Al systémov * posilnenie eurépskeho Al hardvérového ekosystému
pre budlcu vypod&tovu infradtruktaru EU. e zaklad pre buduce komercné nasadenie
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Skills Hubs of Excellence (Centra excelentnosti pre zruénosti) SKoc=CHIPS

Competence Centre

Vyzva: DIGITAL-JU-CHIPS-2026-SKILLS-HOE-SG Co sa bude podporovat
Typ: Simple Grant (spolufinancované)  dlhodobé vzdelavacie programy (Bc., Mgr., PhD)
« praktické (hands-on) vzdelavanie na pilotnych
Rozpodet: 20 mil. € | do 10 mil. €/ projekt linkach
* staze, mobilita a spolupraca s priemyslom
Trvanie: min. 5 rokov  podpora STEM, diverzity a inkluzie

Termin: 7. jul 2026 — 17. september 2026

Financovanie: 50 %

Odakavany prinos

Cielvyzvy * viac kvalifikovanych talentov pre polovodiCovy
priemysel

 udrzatelné vzdelavacie centra v EU

« SirSi a diverzifikovany talent pool

« prispevok k technologickej suverenite EU

Vybudovat eurépske centra excelentnosti pre
polovodiéové zruénosti
v uzkej spolupraci s priemyslom.
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Pilotn4 federacia SK.=CHIrS

Competence Centre

Vyzva: DIGITAL-JU-CHIPS-2026-SKILLS-PF-SG Co sa bude podporovat

Typ: Simple Grant (spolufinancované) e prepajanie VET poskytovatelov naprie¢ Eurépou
* zosuladenie kvalifikacii, certifikacii a kurikul

Rozpocéet: 10 mil. € * rekvalifikacia, upskilling a celoZivotné vzdelavanie technikov
* rozvoj mikro-kvalifikacii a cezhrani¢nej mobility

Trvanie: min. 5 rokov

Termin: 7. jul 2026 - 17. september 2026

Financovanie: 50 % Oc&akavany prinos

* viac kvalifikovanych technikov pre polovodic¢ovy priemysel

Ciel vyzvy - prenositelné certifikicie uznavané v EU
* silnejSia mobilita pracovnej sily
Vytvorit eurépsku federaciu poskytovatelov * dlhodobo udrzatelna eurépska vzdelavacia siet

odborného vzdelavania (VET)
v oblasti polovodicov.
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Stimulation of Chips Design - Podpora navrhu €ipov SK.=CHIPS

Competence Centre

Vyzva: DIGITAL-JU-CHIPS-2026-SKILLS-SCD-CSA Co sa bude podporovat
Typ: CSA (100 % EU) « zapojenie $tudentov (SS aj VS) do navrhu &ipov
* prepojenie Skbl s univerzitami, centrami a priemyslom
Rozpodet: 15 mil. € * integracia s EUROPRACTICE a European Design Platform
 podpora navrhovych nastrojov a vzdelavacich materialov
Trvanie: 4 roky

Termin: 7. jul 2026 - 17. september 2026

Oc¢akavany prinos

* tape-out programy pre =2 1 000 Studentov

e praktické skusenosti s navrhom Cipov

* rozvoj talentov v mikroelektronike

* silnejSie prepojenie vzdelavania a priemyslu

Cielvyzvy

Spristupnit navrh a vyrobu €ipov Studentom napriec¢
celou Eurdpou.
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Spolo&na vyzva EU a Japonska v oblasti polovodiov SK-=CHIPS

Competence Centre

Vyzva: DIGITAL-JU-Chips-2026-SG-JAPAN Co sa bude podporovat
Typ: Simple Grant (spolufinancované) * chipletové technoldgie a 2.5D/3D integracia
* pokrocilé vyrobné procesy
Rozpodéet: 15 mil. € | cca 5 mil. €/ projekt * technoldgie pod 2 nm
* medziodborovy vyskum prepajajuci materialy, zariadenia a Al

Termin: 7. jul 2026 - 17. september 2026

Financovanie: 50 %

Oc¢akavany prinos
Max. prispevok EU: 30 % na partnera

* pokrocCila heterogénna integracia pre Al aplikacie

Cielvyzvy * Standardizované chipletoveé rozhrania
e validaciarieSeniv laboratornom a pilotnom prostredi
Podporit spolupracu EU a Japonska vo vyskume a * silnejSie strategickeé partnerstvo medzi EU a Japonskom

vyvoji pokrocilych polovodi¢ovych technoldgii.
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Navrh kvantovych €ipov: Posilnenie eurépskeho ekosystému kvantového dizajnu a rozvoj S K&O_@\O: C H | PS
inovacii v nastrojoch pre kvantovy dizajn Competence Centre

Vyzva: HORIZON-JU-CHIPS-2026-QUANTUM-1-RIA Co sa bude podporovat
Typ: RIA (spolufinancované) * vyvoj avalidacia néstrojov pre kvantovy dizajn (EDA, PDK,
kniznice)
Rozpocet: 30 mil. € * end-to-end navrhové toky vratane cloudového pristupu
* integracia s European Design Platform a pilotnymi linkami
Trvanie: 36-48 mesiacov e pristup k MPW (Multi-Project Wafer)

Termin: 7. jul 2026 - 17. september 2026

Financovanie: 50 %

Od&akavany prinos

* eurdpske centrum kvantového dizajnu

Cielvyzvy * dostupné (aj open-source) nastroje pre kvantovy navrh

e funkéné navrhové toky pre akademicku obec a MSP
Vybudovat eurdpsky ekosystém pre navrh  posilnenie konkurencieschopnosti EU v kvantovych
kvantovych ¢ipov a rozvoj dizajnovych nastrojov. technoldgiach
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Kvantove Cipy: Podporné (enabling) technologie SKoo=CHIPS

Competence Centre

Vyzva: HORIZON-JU-CHIPS-2026- Co sa bude podporovat
QUANTUM-2-RIA

* riadiaca a odcCitacia elektronika (vratane kryogénnej)

Typ: RIA (spolufinancované) * fotonické a optické komponenty
* prepojovacie technoldgie, balenie a integracia
Rozpocet: 20 mil. € | 5-7 mil. €/ projekt « systémova integracia a validacia v EU

Trvanie: 36 mesiacov

Termin: 7. jul 2026 — 17. september 2026

Financovanie: 50 % Ocakavany prinos

* Skalovatelné a miniaturizované kvantové systémy

Cielvyzvy « overena vyrobitelnost a spolahlivost
* silnejSi eurdpsky dodavatelsky retazec
Podporit vyvoj technolégii potrebnych pre * zniZenie zavislosti od mimoeurdpskych technologii

fungovanie kvantovych systémov
(mimo samotnych kvantovych Cipov).
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Globalna IA vyzva podla SRIA 2026

SK->=CHIPS

Competence Centre

Vyzva: HORIZON-JU-Chips-2026-1-1A
Typ: Inovacna akcia (IA)

Rozpocdet: 40 mil. € | ~15 mil. €/ projekt
Termin: 2-kolova vyzva

« PO:7.m4aj 2026

* FPP:17. september 2026

Financovanie: 20-35 %

Co sa bude podporovat

* Siroké spektrum tém: Cipy, vyroba, Al, edge computing, softvéer
e vacSinou otvorené témy (s niekolkymi prioritami)
e aplikacie napr.:
* mobilita
* energetika
e zdravotnictvo
e projekty na urovni TRL 5-8

Cielvyzvy

Podporit inovac¢né projekty naprie¢ celym ECS
ekosystémom
v sulade so strategickou agendou SRIA 2026.

Sdg_ ©
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Oc¢akavany prinos

* Vvyvoj a nasadenie novych technoldgii v praxi
* silné prepojenie vyskumu a priemyslu

* podpora MSP ainovac¢nych ekosystémov
 prinos pre konkurencieschopnost EU




|A vyzva na posilnenie odolnosti Eurépy v oblasti vykonovej elektroniky S =CHIPS
o —

Competence Centre

Vyzva: HORIZON-JU-Chips-2026-FT1-IA Co sa bude podporovat
Typ: Inovaéna akcia (1A) * technologie Wide Bandgap (GaN, SiC)

* pokrocilé vyrobné procesy a 300 mm platformy
Rozpoéet: 20 mil. € | do 10 mil. €/ projekt * nové vykonové polovodice a integracia

e vyuzitie Al a datovo riadenych metdd

Termin: 7. jul 2026 — 17. september 2026

Financovanie: 25-35 %

Od&akavany prinos
Cielvyzvy e silnejsi eurdpsky ekosystém vykonovej elektroniky

* zabezpecenie dodavok kritickych materialov
Posilnit odolnost a veducu poziciu Eurépy v * zniZenie zavislosti od mimoeurdépskych dodavatelov
oblasti vykonovej elektroniky. * rychlejSi vyvoj a uvedenie na trh
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|A vyzva na posilnenie odolnosti Eurépy v oblasti fotoniky SK.=CHIPS

Competence Centre

Vyzva: HORIZON-JU-Chips-2026-FT2-IA Co sa bude podporovat
Typ: Inovacna akcia (lA) » Skalovanie fotonickych technolégii (SiN, InP, GaAs)

* pokrocilé balenie a testovanie (co-packaged optics)
Rozpocet: 20 mil. € | do 10 mil. €/ projekt * integracia aktivnych komponentov (lasery, detektory...)

* systémové demonstracie v aplikaciach (Al, komunikacia,
Termin: 7. jul 2026 - 17. september 2026 senzory)
Financovanie: 25-35 %

Oc¢akavany prinos
Cielvyzvy * demonsStratory blizke trhu (TRL 7-8)

* Skalovatelna a spolahliva vyroba
Posilnit odolnost a vedlcu poziciu Eurépy vo * silnejSie eurépske dodavatelskeé retazce
fotonike. * rychlejsi prechod na trh
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|A vyzva na posilnenie odolnosti Eurépy v oblasti zdravotnictva SK.=CHIPS

Competence Centre

V)'lzva: HORIZON-JU-Ch|pS'2026-FT3'IA éo sa bude podporovaf
Typ: Inovacna akcia (IA) * nositelné zdravotnicke riesenia a biosenzory
. . _ * Al-podporované zobrazovanie a diagnostika
Rozpocet: 20 mil. € | do 20 mil. €/ projekt « pokrogilé laboratérne a vedecké nastroje
* digitalne zdravotnicke systémy (edge-to-cloud, Al)

Termin: 7. jul 2026 - 17. september 2026

Financovanie: 25-35 %

Oc¢akavany prinos
Cielvyzvy

* personalizovana zdravotna starostlivost
Posilnit odolnost a inovacie v eurépskom * kontinualne monitorovanie pacientov
zdravotnictve prostrednictvom ECS * vCasnadiagnostika a prevencia ochoreni
technoldgii. « efektivnejSie a Skalovatelné zdravotnicke systémy
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Glob4lna RIA vyzva podta SRIA 2026 (RIA) SK.=CHIPS

Competence Centre

Vyzva: HORIZON-JU-Chips-2026-1-RIA Co sabude podporovat

Typ: Research & Innovation Action (RIA) * Siroké spektrum tém (Cipy, Al, vyroba, systémy...)
* vacsinou otvorené témy (bottom-up)

Rozpocget: 50 mil. € | ~12 mil. €/ projekt * aplikacie: mobilita, energetika, priemysel, zdravotnictvo
* projekty na urovni TRL 3—4

Termin: 2-kolova vyzva
e PO:7.m4aj 2026
* FPP:17. september 2026

Financovanie: 25-35 % Ocakavany prinos

* nové poznatky a technologické rieSenia

Cielvyzvy » overenie konceptov (proof of concept)
* spolupraca vyskum - priemysel — MSP
Podporit vyskum a vyvoj novych technolégii * zaklad pre buduce inovacné projekty

naprieC celym ECS ekosystémom.
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RIA Resilience vyzva na posilnenie postavenia Eurépy v 6G radiovych S = CHIPS
o —

komunikacnych systémoch Competence Centre
Vyzva: HORIZON-JU-Chips-2026-2-RIA Co sa bude podporovat
Typ: Research & Innovation Action (RIA) * RFfront-end technoldgie pre komunikaciu
* pokrocCilé vysielaCe, prijimace a filtre
Rozpocet: 20 mil. € | do 20 mil. €/ projekt * anténne systémy (massive MIMO, beamforming)

* integracia a testovanie systémov

Termin: 7. jul 2026 — 17. september 2026

Financovanie: 25-35 % Ocakavany prinos

* vySSie datové rychlosti a efektivnejSie vyuZzitie spektra

Cielvyzvy * energeticky uspornejSie rieSenia
* pokrok smerom k 6G (IMT-2030)
Posilnit poziciu Eurépy v 6G a RF * posilnenie eurépskeho technologického ekosystemu.

technolégiach pre buducu konektivitu.
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Vyzva s krajinami Digitalneho partnerstva a TTC krajin SK.=CHIPS

Competence Centre

Vyzva: HORIZON-JU-Chips-2026-3-RIA Co sa bude podporovat
Typ: Research & Innovation Action (RIA) * vyskum v mikro- a nanoelektronike

* noveé materialy a technologické koncepty
Financovanie: 100 % (len EU) * pokroCilé balenie a integracia

e spolupraca s partnermi (napr. India, Singapur, Taiwan)

Rozpodet: 5 mil. € | ~2-2,5 mil. €/ projekt

Termin: 7. jul 2026 — 17. september 2026

Od&akavany prinos

— * silnejSie medzinarodné partnerstva
Cielvyzvy * nové technologické rieSenia (napr. neuromorfné systémy)

i * rozvoj dodavatelskych retazcov
Podporit spolupracu EU s partnerskymi . posilnenie globalnej pozicie EU
krajinami v oblasti polovodi¢ovych
technoldgii.
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Odolnost dodavatelského retazca - Supply chain resilience SK.=CHIPS

Competence Centre

Vyzva: HORIZON-JU-Chips-2026-CSA Co sa bude podporovat
Typ: Coordination and Support Action * zber a prepajanie dat naprie€¢ hodnotovym retazcom
(CSA) e vytvorenie katalégu firiem, produktov a sluzieb
» stresoveé testovanie a analyza rizik
Financovanie: 100 % z EU * spolupraca medzi firmami, MSP a verejnymi aktérmi

Rozpodet: 2 mil. €

Termin: 7. jul 2026 - 17. september 2026

Ocakavany prinos
Cielvyzvy * bezpecna datova platforma / digitalne dvojca dodavatelského
retazca
Zlepsit prehltad o eurépskom * lepSie mapovanie kapacit a zavislosti
polovodiéovom dodavatelskom retazci a * mechanizmy v€asného varovania
posilnit jeho odolnost voc¢i naruSeniam. * odporucania pre firmy, clenské Staty a EK
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Koordinacia eurépskej platformy pre softvérovo definované vozidla SK=CHIPS

‘SDV! Competence Centre

Vlyzva: HORIZON-JU-Chips-2026-SDV-CSA Co sa bude podporovat
Typ: Coordination and Support Action (CSA) * koordinacia a riadenie SDV platformy
* aktualizacia roadmapy a architektury
Financovanie: 100 % z EU « prepéjanie projektov a iniciativ v EU
 podpora open-source rieSeni a spoluprace

Rozpocet: 2 mil. €

Termin: 7. jul 2026 - 17. september 2026

Od&akavany prinos
Cielvyzvy « silny a koordinovany SDV ekosystém v Eurépe
. .. * spolocna referencna architektura
Koordinovat a rozvijat spolo¢nu eurépsku * lepSia spolupraca medzi firmami, vyskumom a statmi
platformu pre Software-Defined Vehicles (SDV) . prepojenie na globalne iniciativy
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